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icindekiler
BOLUM 1 Genel Bilgiler ve Yaygin Prosediirler

1 GNEI .o 1 1.8.7  On Isttma (Yardimet ISIma) ... 5
11 K . 1.8.8  El Tipi Delme ve Ogiitme Aletleri ........................ 5
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Dokunmal/Temizlik
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiiri Seviyesi Seviyesi
21 Elektronik Takimlara Dokunulmasi N/A N/A N/A
2.2 Temizlik N/A N/A N/A
Kaplamanin Sokiilmesi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiiru Seviyesi Seviyesi
2.3.1 Kaplamanin Sékilmesi, Koruyucu R, F,W,C ileri Yiksek
Kaplamanin Tanimlanmasi
2.3.2 Kaplamanin Sokilmesi, Cozlcl R,F,W,C ileri Yiksek
Metodu
233 Kaplamanin Sékilmesi, Soyma R,F,w,C ileri Yiksek
Metodu
234 Kaplamanin Sokulmesi, Isil Metot R, F, W, C ileri Yiksek
235 Kaplamanin Sékiilmesi, Ogiitme/ R,F,W,C ileri Yiksek
Kazima Metodu
2.3.6 Kaplamanin Sékilmesi, Mikro R, F, W, C ileri Yiksek
Kumlama Metodu
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Kaplamanin Yenilenmesi

Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
241 Kaplamanin Yenilenmesi, Lehim R, F, W, C Orta Yiksek
Maskesi
242 Kaplamanin Yenilenmesi, Koruyucu R,F,w,C Orta Yiksek
Kaplamalar/ Kapsulleme Malzemesi
Sartlandirma
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Turi Seviyesi Seviyesi
25 Firinlama ve Onisitma R,F,W,C Orta Yiksek
Epoksi Karigstirma ve Dokunma
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirui Seviyesi Seviyesi
2.6 Epoksi Karistirma ve Dokunma R, F, W, C Orta Yiksek
Gosterge/Markalama
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirui Seviyesi Seviyesi
271 Gosterge/Markalama, Damgalama R,F,w,C Orta Yiksek
Metodu
2.7.2 Gosterge/Markalama, Elle Yazma R,F,W,C Orta Yuksek
Metodu
273 Gosterge/Markalama, Elek Metodu R,F,w,C Orta Yiksek
Ug Bakimi ve Korunmasi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
2.8 Ug Bakimi ve Korunmasi N/A N/A N/A
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Icindekiler
BOLUM 2 Genel Bilgiler ve Yaygin Prosediirler
3 Sokme
3.1 Delik-igi Lehimin Sékiilmesi
Yuvarlak Bacak @ UStaI ! k Uyg un I Uk
Prosediir Tanim L = Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
3.1.1 Surekli Vakum Metodu R,F,W Orta Yiksek
3.1.2 Sirekli Vakum Metodu — Kismen Bukuilmus R,F,W Orta Yuiksek
3.1.3 Surekli Vakum Metodu — Tamamen Bukulmus R,F,wW Orta Yuksek
3.1.4 Tamamen Bukulmis Duzeltme Metodu R,F,wW Orta Yuksek
3.15 Tamamen Bikilmis Emme Metodu R,FW ileri Yuksek
3.2 PGA ve Konnektor Sokiimii
M Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
3.2.1 Lehim Pinari Metodu R,F,W,C Uzman Orta
3.3 Cip Komponentin Sokiilmesi
@ Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
3.3.1 Catal Ug R,F,W,C Orta Yiksek
3.3.2 Cimbiz Metodu R,F,W,C Orta Yiksek
3.3.3 Alttan Sonlandirmali — Sicak Hava Metodu R,F,W,C Orta Yiksek
3.4 Bacaksiz Komponentin Sokiilmesi
@ Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
3.4.1 Lehim Sarma Metodu R,F,W,C ileri Yuksek
3.4.2 Recine (Flux) Uygulama Metodu R,FW,C ileri Yiksek
3.4.3 Sicak Gaz (Hava) Ergitme Metodu R,F,W,C ileri Yiksek
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3.5 SOT Soékiimii

Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiiru Seviyesi Seviyesi
3.5.1 Regine (Flux) Uygulama Metodu R,F,w,C Orta Yiksek
3.5.2 Regine (Flux) Uygulama Metodu — Cimbiz R,F,wW,C Orta Yiksek
3.5.3 Sicak Hava Kalemi R,F,W,C Orta Yuksek
3.6 Marti Kanadi Sokiimii (iki Tarafl)
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiiru Seviyesi Seviyesi
3.6.1 Kopri Dolgu Metodu R,F,w,C Orta Yuksek
3.6.2 Lehim Sarma Metodu R,FW,C Orta Yuksek
3.6.3 Regine (Flux) Uygulama Metodu R,F,wW,C Orta Yiksek
3.6.4 Kopri Dolgu Metodu — Cimbiz R,F,W,C ileri Yiksek
3.6.5 Lehim Sarma Metodu — Cimbiz R,FW,C ileri Yilksek
3.6.6 Regcine (Flux) Uygulama Metodu — Cimbiz R,F,W,C ileri Yiksek
3.7 Marti Kanadi Sokiimii (Dort Tarafli)
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiiru Seviyesi Seviyesi
3.7.1 Kopri Dolgu Metodu — Vakum Kupasi R,F,wW,C ileri Yiksek
3.7.1.1 Koprl Dolgu Metodu — Yiizey Gerilimi R,F,W,C Orta Yiksek
3.7.2 Lehim Sarma Metodu — Vakum Kupasi R,F,W,C ileri Yuksek
3.7.21 Lehim Sarma Metodu — Yuzey Gerilimi R,FW,C Orta Yiksek
3.7.3 Recine (Flux) Uygulama Metodu — Vakum Kupasi R,F,w,C ileri Yuksek
3.7.3.1 Regine (Flux) Uygulama Metodu — Yizey Gerilimi R,F,w,C Orta Yuksek
3.7.4 Kopri Dolgu Metodu — Cimbiz R,F,w,C ileri Yiksek
3.7.5 Lehim Sarma Metodu — Cimbiz R,F,W,C ileri Yiksek
3.7.6 Recine (Flux) Uygulama Metodu — Cimbiz R,F,W,C ileri Yuksek
3.7.7 Sicak Gaz (Hava) Ergitme Metodu R,F,W,C ileri Yuksek
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3.8 J-Bacak Sokiimii
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
3.8.1 Kopri Dolgu Metodu — Cimbiz R,FW,C ileri Yiksek
3.8.1.1 Kopru Dolgu Metodu — Yizey Gerilimi R,FW,C ileri Yiksek
3.8.2 Lehim Sarma Metodu — Cimbiz R,F,W,C ileri Yiksek
3.8.2.1 Lehim Sarma Metodu — Ylzey Gerilimi R,F,W,C ileri Yiksek
3.8.3 Recine (Flux) Uygulama Metodu — Cimbiz R,F,W,C ileri Yiksek
3.84 Uca Sadece Regine (Flux) ve Lehim Uygulama R,F,wW,C ileri Yiksek
3.8.5 Sicak Gaz Ergitme Sistemi R,FW,C ileri Yiksek
3.9 BGA/CSP Sokiimii
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tirii Seviyesi Seviyesi
3.9.1 Sicak Gaz Ergitme Sistemi R,F,W,C ileri Yuksek
3.9.2 Vakum Metodu R,F,W,C ileri Orta
3.10 PLCC Soket Sokiimii
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
3.10.1 Kopri Dolgu Metodu R,F,W,C ileri Yiksek
3.10.2 Lehim Sarma Metodu R,F,W,C ileri Yiksek
3.10.3 Recine (Flux) Uygulama Metodu R,F,W,C ileri Yiksek
3.10.4 Sicak Hava Kalemi Metodu R,Fw,C ileri Orta
4 Yizey Monte Pedinin Hazirlanmasi
& Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
411 Ylzey Monte Pedinin Hazirlanmasi — Munferit Metod R,FEW,C Orta Yiksek
4.1.2 Ylzey Monte Pedinin Hazirlanmasi — Sureklilik Metodu R,FW,C Orta Yuksek
4.1.3 Yuzeydeki Lehimin Sokulmesi — Lehim Sokme Teli R,F,W,C Orta Yiksek
Metodu
421 Pedin Yeniden Duzlestiriimesi — Bigak Ug Kullanimi R,F,W,C Orta Yuksek
4.3.1 Yiizey Monte Pedinin Kalaylanmasi — Bigak U¢ Kullanimi R,FW,C Orta Orta
441 Yuzey Monte Pedlerin Temizlenmesi — Bigak U¢ ve Lehim R,F,W,C Orta Yuksek

Sokme Teli Kullanimi
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5 Montaj

5.1 Delik-igi Montaj

Prosediir

Tanim

J-STD-001 ve IPC-HDBK-001’in gerekliliklerini takip
ederek montaj yapiniz

5.2 PGA ve Konn

ektor Montaji

R

Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiiru Seviyesi Seviyesi
5.2.1 Onceden Doldurulmus Kapli Delik ici ile Lehim Pinari R,FW,C Uzman Orta
Metodu
5.3 Cip Montaji
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiiru Seviyesi Seviyesi
5.3.1 Krem Lehim Metodu/Sicak Hava Kalemi R,F,W,C Orta Yiksek
5.3.2 Noktadan Noktaya Metodu R,FW,C Orta Yiksek
5.4 Bacaksiz Komponent Montaji
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
54.1 Sicak Gaz (Hava) Ergitme Metodu R,F,W,C ileri Yiksek
5.5 Marti Kanadi Montaji
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiiru Seviyesi Seviyesi
5.5.1 Cok Bacak Metodu — Bacagin Ustii R,FW,C ileri Yilksek
55.2 Cok Bacak Metodu — Bacak Ucu R,F,W,C ileri Yiksek
5.5.3 Noktadan Noktaya Metodu R,F,W,C Orta Yiksek
554 Krem Lehim Metodu/Sicak Hava Kalemi R,F,W,C ileri Yuksek
5.5.5 Kanca Ugla Lehim Teli Kaplama R,F,W,C Orta Yiksek
5.5.6 Bigak Ug ile Lehim Teli Uygulama R,F,W,C ileri Orta
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5.6 J-Bacak Montaji
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
5.6.1 Lehim Teli Metodu R,FW,C ileri Yuksek
5.6.2 Noktadan Noktaya Metodu R,FW,C Orta Yiksek
5.6.3 Krem Lehim Metodu/Sicak Hava Kalemi R,F,W,C ileri Yiksek
5.6.4 Cok Bacak Metodu R,F,W,C Orta Yiksek
5.7 BGA/CSP Montaji
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
5.7.1 Pedlerin Doldurulmasi igin Lehim Teli Kullaniimasi R,F,w,C ileri Yuksek
5.7.2 Pedlerin Doldurulmasi igin Krem Lehim Kullaniimasi R,F,W,C ileri Yuksek
5.7.3 BGA Toplarinin Yenilenme Prosedurt — Dizenek Metodu R,C ileri Yuksek
5.7.4 BGA Toplarinin Yenilenme Proseduri — Kagit Tasiyici R,C ileri Yiksek
Metodu
5.7.5 BGA Toplarinin Yenilenme Prosedirii — Polimid Elek R,C ileri Yuksek
Metodu
6 Kisa Devrenin Alinmasi
% Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiri Seviyesi Seviyesi
6.1.1 J-Bacaklar — Cekme Metodu R,FW,C Orta Yuksek
6.1.2 J-Bacaklar — Tekrar Dagitma Metodu R,F,W,C Orta Yiksek
6.1.2.1 J-Bacaklar — Lehim Sokme Teli Metodu R,F,W,C Orta Yiksek
6.1.3 Marti Kanadi Bacaklar — Cekme Metodu R,F,W,C Orta Yuiksek
6.1.4 Marti Kanadi Bacaklar — Tekrar Dagitma Metodu R,FEW,C Orta Ylksek
6.1.4.1 Marti Kanadi Bacaklar — Lehim Sékme Teli Metodu R,FW,C Orta Yuksek

Xil
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icindekiler
BOLUM 3 Modifikasyon ve Onarim

Laminatin Ayrilmasi ve Kabarikliklar

Metodu

3.4.1 Anahtar ve Yuva Onarimi Epoksi | R, W
Metodu
- @

Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiirui Seviyesi Seviyesi
3.1 Laminatin Ayrilmasi/Kabariklik R ileri Yuksek
Onarimi, Enjeksiyon Metodu
Egiklikler ve Biikiimler
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
3.2 Egiklikler ve Bukumlerin Onarimi A R, W ileri Orta
—_—
Delik Onarimi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiirui Seviyesi Seviyesi
3.3.1 Delik Onarimi Epoksi Metodu R, W ileri Yiksek
3.3.2 Delik Onarimi Nakil Metodu R. W Uzman Yiksek
Anahtar ve Yuva Onarimi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiirui Seviyesi Seviyesi
ileri Yiiksek
3.4.2 Anahtar ve Yuva Onarimi Nakil R, W Uzman Yiksek
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Taban Malzemesi Onarimi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiiri Seviyesi Seviyesi
3.5.1 Taban Malzemesi Onarimi Epoksi R, W ileri Yiksek
Metodu
3.5.2 Taban Malzemesi Onarimi Alan Nakil R, W Uzman Yiksek
Metodu
3.5.3 Taban Malzemesi Onarimi Kenar Nakil ) R, W Uzman Yiksek
Metodu
Kalkmis iletkenler
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiiru Seviyesi Seviyesi
411 Kalkmis iletken Onarimi Epoksi R, F Orta Orta
Kaplama Metodu
4.1.2 Kalkmis iletken Onarimi Film R, F Orta Yuksek
Yapistirici Metodu
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iletken Onarimi

Baglantisinin Kazinmasi
Parmaklik Kesme Metodu

Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
421 iletken Onarimi, Atlama Folyosu, R,F,C ileri Orta
Epoksi Metodu
422 iletken Onarimi, Atlama Folyosu, Film R,F,C ileri Yiiksek
Yapistirici Metodu
423 iletken Onarimi Kaynak Metodu R,F,C ileri Yilksek
424 iletken Onarimi Yiizey Kablosu R,F,C Orta Orta
Metodu
425 iletken Onarimi Kart iginden Kablo R ileri Orta
Metodu
426 iletken Onarimi/Modifikasyonu iletken R,F,C Uzman Orta
Murekkep Metodu
427 iletken Onarimi i¢ Katman Metodu R, F Uzman Yiiksek
iletkenin Kesilmesi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiirui Seviyesi Seviyesi
4.31 lletkenin Kesilmesi Yiizey iletkenleri R, F ileri Yiiksek
432 iletkenin Kesilmesi i¢ Katman R, F ileri Yiiksek
lletkenleri
433 Kapl Delik iginde I¢ Katman R, F ileri Yiiksek
Baglantisinin Kazinmasi
Dogrudan Delme Metodu
434 Kapli Delik iginde i¢ Katman R, F ileri Yiiksek

XV
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Kalkmig Ped Onarimi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiiri Seviyesi Seviyesi
441 Kalkmis Ped Onarimi Epoksi Metodu R, F ileri Orta
442 Kalkmis Ped Onarimi Film Yapistirici R, F ileri Orta
Metodu
Ped Onarimi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Turi Seviyesi Seviyesi
451 Ped Onarimi Epoksi Metodu R, F ileri Orta
452 Ped Onarimi Film Yapistirici Metodu R, F ileri Yuksek
Kenar Kontagi Onarimi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiri Seviyesi Seviyesi
4.6.1 Kenar Kontagi Onarimi Epoksi # R, F,w,C ileri Orta
o %
b
4.6.2 Kenar Kontagi Onarimi Film R,F, W, C ileri Yiksek
Yapigtirici Metodu
46.3 Kenar Kontagdi Onarimi Kaplama R, F, W, C ileri Yiksek
Metodu

Xvi
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Yiizey Monte Ped Onarimi

Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
471 Yizey Monte Ped Onarimi Epoksi R,F,C ileri Orta
Metodu
4.7.2 Yuzey Monte Ped Onarimi Film R,F,C ileri Yiksek
Yapistirici Metodu
4.7.3 Yizey Monte BGA Ped Onarimi Film R,F,C ileri Yiksek
Yapistirici Metodu
Kaph Delik igi Onarimi
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiirii Seviyesi Seviyesi
5.1 Kapli Delik igi Onarimi i¢ Katman R, F, W Orta Yiiksek

Baglantisi Olmayan \
N

52 Kapli Delik igi Onarimi Cift Duvar R, F,W ileri Orta

Metodu \

53 Kapli Delik igi Onarimi i¢ Katman R Uzman Orta

Baglantisi \

5.4 Kaph Delik igi Onarimi ig Katman

Baglantisi Olmayan Bukuilmus Atlama A
Teli Metodu ?

R,FW Orta Orta

Xvil
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Atlama Telleri
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiiri Seviyesi Seviyesi
6.1 Atlama Telleri R,F,W,C Orta N/A
6.2.1 Atlama Telleri BGA Komponentler R, F Uzman Orta
Atlama Folyosu Metodu
6.2.2 Atlama Telleri _BGA Komponentler R, F Uzman Yiksek
Karttaki Delik Igine Dogru Metodu
Komponent Eklemeleri
Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Turi Seviyesi Seviyesi
6.3 Komponent Modifikasyonlari ve R,F,W,C ileri N/A
Eklemeleri
Esnek iletken Onarimi
Ustahik Uygunluk
Prosediir Tanim Resim Kart Tiri Seviyesi Seviyesi
7.1.1 Esnek iletken Onarimi F Uzman Orta
8 Kablolar
8.1 Ekleme
— Ustalik Uygunluk
Prosediir Tanim Kart Tiiru Seviyesi Seviyesi
8.1.1 Birbirine Gegme Metodu ile Ekleme N/A Orta Dusuk
8.1.2 Sarma Metodu ile Ekleme N/A Orta Duisiik
8.1.3 Kanca Metodu ile Ekleme N/A Orta Disuk
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Kasim 2007 IPC-7711B/7721B
Genel Bilgiler ve Yaygin Prosedurler
1 Genel kullanicinin elektronik takimlarda onarim, yeniden

1.1 Kapsam Bu dokiiman baski devre takimlari igin
onarim ve yeniden islem prosediirlerini kapsar. IPC Uriin
Giivenlik Komitesi'nin Onarilabilirlik Alt Komitesi (7-34)
tarafindan toplanan, biraraya getirilen ve derlenen bir
bilgi toplulugudur. Bu revizyon kursunsuz proses i¢in
genisletilmis kapsam ve onarim gibi diger yayinlanmis
kriterlerde bulunamayabilen ilave denetleme talimatlarini
igerir.

Bu dokiiman, Baski Devre Kart Takimlarinda yapilan
yeniden iglem, modifikasyon ve onarim faaliyetlerinin
maksimum adetlerini sinirlandirmaz.

1.2 Amag¢ Bu dokiiman, elektronik iiriinlerin
modifikasyon, yeniden islem, onarim, revizyon
gecirme ve yenilestirmelerinde kullanilan yontemsel
gereklilikleri, aletleri, malzemeleri ve metodlari
tanimlar. Bu dokiiman, J-STD-001 ve IPC-A-610
gibi IPC dokiimanlarinda kullanilan Uriin Smifi
tanimlamalarinin biiyiik bir kismini baz alsa da

bu dokiiman tiim elektronik ekipman tiirleri igin
uygulanabilir olarak degerlendirilmelidir. Uriinlerin
modifikasyon, yeniden islem, onarim, revizyon
gecgirme ve yenilestirmeleri i¢in kontrol dékiimant
olarak kontratta istendiginde gerekliliklerin akisi
uygulanir.

IPC, belirli bir onarim veya yeniden islemin

yapilmasi amaciyla en yaygin ekipman ve

prosesleri tanimlamistir. Ayni onarimi yapmak

icin alternatif ekipman ve prosesler kullanabilmek
olasidir. Eger alternatif ekipman kullaniliyorsa sonugta
olusan takimin iyi veya hasarsiz oldugunu belirlemek
kullaniciya baglidir.

1.2.1 Gerekliliklerin Tanimlanmasi Bu dokiiman, bir
rehber olarak kullanilmak i¢in tasarlanmistir ve kullanici,
sozlesme veya diger dokiimantasyonda ayrica veya 6zel
olarak belirlemedikge belirli bir gereklilik veya kriter
yoktur. "-meli/-mal", "-meli/mali" veya "olmasi
gerekir" gibi ekler kullanildiginda bunlar 6nemli

bir noktay1 vurgulamaktadir. Eger bu 6nemli 6neriler
takip edilmezse son ¢ikt1 tatmin edici olmayabilir ve

ilave hasarlar olusabilir.

1.3 Tarihge Bugiiniin elektronik takimlar1 dncekilere
gore daha karmasik ve daha kiictiktiirler. Buna ragmen
eger uygun teknikler takip edilirse basariyla modifiye
edilebilir, tizerlerinde yeniden islem yapilabilir veya
tamir edilebilirler. Bu kilavuz, son kullanim islevi

veya glivenilirligine minimum seviyede etki ederek

islem ve modifikasyon yapmasina yardimei olmak

icin tasarlanmistir. Bu dokiimandaki prosediirler, yaygin
olarak kullanilan yeniden islem, onarim ve modifikasyon
tekniklerini dokiimante etme ihtiyacinin farkina varan
montajcilar, baski devre karti {ireticileri ve kullanicilardan
elde edilmistir. Bu teknikler genel olarak gdsterilen {iriin
sinift i¢in kabul edilebilir olmasi i¢in dogrudan test veya
genisletilmis saha iglevselligi ile onaylanmigtir. Burada
igerilen prosediirler dahil olmalart i¢in miinferit olarak
listelenemeyecek kadar ¢ok sayida ticari ve askeri
organizasyonlara sunulmustur. Onarilabilirlik Alt
Komitesi uygulanabildigi yerlerde gelismeleri

yansitmak i¢in prosediirleri revize etmistir.

1.4 Terimler ve Tanimlar * ile isaretlenmis tanimlar
IPC-T-50 dokiimanindan alinmistir ve bu dokiimanin
kullanilmasinda da uygulanir.

BDT (PCA) — Baski1 Devre Takimi

*Yeniden Islem — uygun olmayan, parcalarin orijinal veya

esdeger uygulamalarin kullanilmasi dogrultusunda parganin
uygulanabilir ¢izimler veya spesifikasyonlar ile tam bir
uyum i¢inde olmasini saglayacak sekilde yeniden isleme
tabi tutulmasi eylemidir.

*Modifikasyon — yeni kabul kriterlerini kargilamak

i¢in bir lirlinlin iglevsel yeteneginin revize edilmesidir.
Modifikasyonlar genellikle; ¢izimler, degisiklik formlar
vb. ile kontrol edilebilen tasarim degisikliklerini
gerektirirler. Modifikasyonlar sadece 6zellikle
yetkilendirildiginde ve kontrollii dokiimanlarda
detaylica tanimlandiginda gergeklestirilmelidirler.

*Onarim — kusurlu bir parganin uygulanabilir ¢izimler

veya spesifikasyonlar ile tam bir uyum ig¢inde olmasini
saglamayacak islevsel kabiliyetlerinin yenilenmesi
eylemidir.

1.4.1 Uriin Sinifi Uriiniin kullanicis1 Uriin Sinifint
tanimlamaktan sorumludur. Uygulamak i¢in segilen
prosediir (modifikasyon, yeniden iglem, onarim,
revizyon, vs.) kullanici tarafindan belirlenen Sinif

ile uyumlu olmalidir. Ug Uriin Smifi asagidadir:

Siumif 1 — Genel Elektronik Uriinler
En 6nemli gerekliligin tamamlanmis takimin islevi
oldugu uygulamalar i¢in uygun olan {irtinleri igerir.

Sinif 2 — Amaca Yonelik Elektronik Uriinler

Strekli performans ve uzun dmurliiliigiin gerekli oldugu,
kesintisiz hizmetin istenilir olup kritik nem tasimadigi
iriinleri igerir. Tipik olarak, son kullanim ortami arizalara
yol agmaz.






